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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　熱伝導性エポキシ樹脂組成物であって、
　２種以上の無機フィラーを合計で６０～９５質量％含むこと、
　少なくとも、第１の無機フィラーのモース硬度が４以上であり、かつ第２の無機フィラ
ーのモース硬度が３以下であること、
　前記第１の無機フィラーが、平均粒径が５～２０μｍの範囲で、平均粒径の異なる酸化
アルミニウムを２種以上混合したものであること、
　前記第２の無機フィラーが、水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウム又は窒化ホウ素
から選択される少なくとも１種であること、及び
　前記第１の無機フィラーと前記第２の無機フィラーの割合が１：０．５～０．１である
こと、
を特徴とする熱伝導性エポキシ樹脂組成物。
【請求項２】
　前記第１の無機フィラーのモース硬度が６以上である、請求項１に記載の熱伝導性エポ
キシ樹脂組成物。
【請求項３】
　前記第１の無機フィラーが、平均粒径が５～２００μmの無機フィラーを含む、請求項
１又は２に記載の熱伝導性エポキシ樹脂組成物。
【請求項４】
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　請求項１～３のいずれかに記載の熱伝導性エポキシ樹脂組成物を、金属箔又は有機フィ
ルム上に形成してなる樹脂シート。
【請求項５】
　請求項１～３のいずれかに記載の熱伝導性エポキシ樹脂組成物を、ガラスクロス、ガラ
ス不織布または有機繊維基材に含浸し乾燥させてなるプリプレグ。
【請求項６】
　請求項４に記載の樹脂シート又は請求項５に記載のプリプレグを金属箔と積層して加熱
加圧成型してなる金属積層板。
【請求項７】
　請求項６に記載の積層板を加工してなるプリント配線板。
【請求項８】
　請求項１～３のいずれかに記載の熱伝導性エポキシ樹脂組成物を加熱成型させてなる成
型体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、熱伝導性樹脂組成物、並びに、その熱伝導性樹脂組成物を用いた樹脂シート
、プリプレグ、金属張積層板およびプリント配線板に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、電子機器においては高性能化、小型化、軽量化等に伴い半導体パッケージの高密
度実装化、ＬＳＩの高集積化及び高速化等が進み、電子部品において単位面積あたりの発
熱量が増大している。そのため、電子部品から熱を外部へ効果的に放散させるべく熱伝導
性を向上させることが重要な課題になっている。
【０００３】
　このような課題に対しては、一般的に、熱伝導性の高いアルミナなどの無機フィラーを
高充填させた樹脂を基材として用いることによって、熱伝導性の向上が図られている（例
えば、特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－２７４９２９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、熱伝導性の高い無機フィラーを多く含有させると樹脂の流動性が悪くな
るという問題があり、そのような樹脂の流動性との関係から、樹脂に無機フィラーを高充
填させるにも限界があった。
【０００６】
　本発明はかかる事情に鑑みてなされたものであって、従来、無機フィラーを高充填させ
なければ達成できなかった熱伝導率を、特殊なフィラーを配合することにより従来ほど高
充填させなくとも高い熱伝導率を実現できる熱伝導性樹脂組成物、この組成物から得られ
る樹脂シートおよびプリプレグ、この組成物から樹脂絶縁層が形成された金属張積層板並
びにプリント配線板を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者は、前記課題を解決すべく鋭意検討した結果、以下の手段により前記課題を解
決できることを見出した。
【０００８】
　すなわち、本発明の熱伝導性樹脂組成物であって、２種以上の無機フィラーを合計で６
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０～９５質量％含むこと、少なくとも第１の無機フィラーのモース硬度が４以上であり、
かつ第２の無機フィラーのモース硬度が３以下であること、及び前記第１の無機フィラー
と前記第２の無機フィラーの割合が１：１～０．０１であることを特徴とする。さらに、
本発明は、前記組成物から得られる樹脂シートおよびプリプレグ、前記組成物によって樹
脂絶縁層が形成された金属張積層板およびプリント配線板を提供する。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、従来よりも熱伝導性を飛躍的に向上させた熱伝導性樹脂組成物を得る
ことができる。また、前記組成物から得られる樹脂シートおよびプリプレグ、ならびに前
記組成物によって樹脂絶縁層が形成された金属張積層板およびプリント配線板を提供する
ことができる。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
[熱伝導性樹脂組成物]
　本発明の熱伝導性樹脂組成物（以下、単に樹脂組成物とも称す）は、２種以上の無機フ
ィラーを合計で６０～９５質量％含むこと、少なくとも第１の無機フィラーのモース硬度
が４以上であり、かつ第２の無機フィラーのモース硬度が３以下であること、及び前記第
１の無機フィラーと前記第２の無機フィラーの割合が１：１～０．０１であることを特徴
とする。
【００１１】
　このように、硬度の高いフィラーと低いフィラーを含む少なくとも２種類以上の無機フ
ィラーを所定の割合で使用し、これを樹脂に高充填させて高熱伝導性樹脂とすることによ
り、樹脂混練時やシート作製時などに硬度の低いフィラーが破砕して樹脂中のフィラー同
士の接触面積が増大させることが可能となり、熱伝導性を飛躍的に向上させることができ
る。
【００１２】
　以下、本発明の熱伝導性樹脂組成物を形成する各成分についてそれぞれ詳述する。
【００１３】
　（樹脂）
　本発明において使用される樹脂については、特に制限はないが、例えばエポキシ樹脂、
アクリル樹脂やポリエステル樹脂などの樹脂を使用できる。
【００１４】
　なかでもエポキシ樹脂を用いる場合は、ビスフェノールＡ型エポキシ樹脂、ビスフェノ
ールＦ型エポキシ樹脂、ビスフェノールＳ型エポキシ樹脂、ビフェニル型エポキシ樹脂、
ナフタレンジオール型エポキシ樹脂、フェノールノボラック型エポキシ樹脂、クレゾール
ノボラック型エポキシ樹脂、ビスフェノールＡノボラック型エポキシ樹脂、環状脂肪族エ
ポキシ樹脂、複素環式エポキシ樹脂（トリグリシジルイソシアヌレート、ジグリシジルヒ
ダントイン等）及びこれらを種々の材料で変性した変性エポキシ樹脂等が使用できる。
【００１５】
　また、これらの臭素化物、塩素化物等のハロゲン化物も使用できる。さらに、これらの
樹脂を２種類以上適宜組合せて使用することもできる。
【００１６】
　特に、電気電子材料用途に適用できる高い耐熱性や信頼性を絶縁層に付与できることか
ら、フェノールノボラック型エポキシ樹脂またクレゾールノボラック型エポキシ樹脂又は
ビスフェノールＡノボラック型ポキシ樹脂もしくはこれらのハロゲン化物を用いることが
望ましい。
【００１７】
　上述したような樹脂の樹脂組成物中の配合量は、樹脂組成物全体に対して３～１５質量
％の範囲とすることが好ましい。
【００１８】



(4) JP 5547032 B2 2014.7.9

10

20

30

40

50

　（無機フィラー）
　本発明に係る樹脂組成物は、少なくとも２種以上の無機フィラーを含有する。
【００１９】
　より具体的には、少なくとも、以下のモース硬度の高い第１の無機フィラーとモース硬
度の低い第２の無機フィラーとを含有する。
【００２０】
　前記第１の無機フィラーとしては、モース硬度が４以上、好ましくはモース硬度が６以
上の無機フィラーを用いることができる。なお、第１の無機フィラーのモース硬度は４以
上であれば、特に制限はないが、本発明に係る樹脂組成物から得られる硬化物の加工性を
考慮するという観点から、９以下であることが好ましい。
【００２１】
　さらに高熱伝導率を有し、電気絶縁性の高い無機フィラーを第１の無機フィラーとして
用いるのが好ましい。
【００２２】
　そのような無機フィラーの具体例としては、例えば、酸化アルミニウム、窒化アルミニ
ウム、酸化マグネシウム等を用いることができる。
【００２３】
　さらには、第1の無機フィラーとして、平均粒径が５～２００μｍの範囲である無機フ
ィラーを用いることにより、樹脂混練時やシート作製時などに硬度の低いフィラーを破砕
させる効果が顕著となり、樹脂中のフィラー同士の接触面積をより増大させることが可能
となり、熱伝導性向上効果が顕著になる。また、第１の無機フィラーとして、平均粒径の
異なる無機フィラーを２種以上混合して用いることも可能である。
【００２４】
　なかでも特に、酸化アルミニウム粉末を用いることが好ましい。
【００２５】
　また、窒化アルミニウム粉末を用いる場合には、表面を酸化処理して酸化アルミニウム
の酸化層を形成することによって、耐湿性を向上させたものが有用である。
【００２６】
　前記第２の無機フィラーとして、モース硬度が３以下の無機フィラーを用いる。なお、
第２の無機フィラーのモース硬度は３以下であれば、特に制限はないが、硬度が低すぎる
とフィラーが潰れすぎて流動性を悪化するおそれがあるため、２以上であることが好まし
い。
【００２７】
　そのような第２の無機フィラーの具体例としては、例えば、水酸化アルミニウム、水酸
化マグネシウム、窒化ホウ素等を用いることができる。
【００２８】
　これらの中でも、特に水酸化アルミニウム又は水酸化マグネシウムを用いることで、よ
り顕著な熱伝導率の向上効果が得られる。
【００２９】
　（無機フィラーの配合割合と配合量）
　本発明に係る樹脂組成物は、上述したような第１の無機フィラーと第２の無機フィラー
を１：１～０．０１の割合で含有する。少なくとも第１の無機フィラーと第２の無機フィ
ラーが前記割合で、樹脂組成物中８５質量％以上含まれていれば、樹脂組成物にはその他
の無機フィラーが含まれていてもよい。無機フィラー全量としては、樹脂組成物全体に対
して６０～９５質量％を含有させて、本発明の高熱伝導性樹脂組成物とする。無機フィラ
ーの含有量が６０質量％未満では、無機フィラーを配合することによる効果を期待するこ
とができない。また無機フィラーの含有量が９５質量％を超えると、成型時の樹脂の粘度
が過度に高くなるおそれがある。
【００３０】
　さらに、上述したような樹脂に対して、無機フィラーの合計が１：１５～２０　という
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割合で含まれた樹脂組成物であれば、さらに高い熱伝導率を確実に得ることができる。
【００３１】
　また前記無機フィラーには、樹脂との相溶性をよくするために、カップリング処理など
の表面処理を行ったり、分散剤などを添加して樹脂組成物中への分散性を向上させたりし
てもよい。また、上記のモース硬度を満たすものであれば、前述の配合割合の範囲内で無
機フィラーを複数組合せて用いてもよい。
【００３２】
　（製法、その他）
　また、本発明の樹脂組成物には、加工性改良、添加した樹脂の硬化促進等の目的で、硬
化剤を添加してもよい。前記硬化剤としては、フェノール系、アミン系、シアネート系化
合物等の公知の硬化剤を単独又は複数組合せて用いることができる。
【００３３】
　具体的には、フェノールノボラック、クレゾールノボラック、ビスフェノールＡ、ビス
フェノールＦ、ビスフェノールＳ、メラミン変性ノボラック型フェ－ノール樹脂等のフェ
ノール性水酸基を有するフェノール系硬化剤又は、これらのハロゲン化された硬化剤、ジ
シアンジアミド等アミン系硬化剤等が挙げられる。
【００３４】
　なお、樹脂組成物が硬化剤を含む場合、前記硬化剤の配合量は、樹脂組成物全体に対し
て０．１～５質量％の範囲とすることが好ましい。
【００３５】
　さらに、本発明の樹脂組成物には、硬化反応を促進するために硬化促進剤を含有させて
もよい。硬化促進剤としては上述した樹脂成分と前記硬化剤との硬化反応を促進すること
ができるものであれば、特に限定なく使用することができる。具体的には、例えば、２－
エチル－４－メチルイミダゾール、シアノエチル－２－エチル－４－メチルイミダゾール
等が挙げられる。これらは単独で用いても、２種以上を組み合わせて用いてもよい。
【００３６】
　本発明において硬化促進剤を含有する場合には、樹脂組成物全量中に、０．００１～０
．０１質量％程度であることが好ましい。
【００３７】
　本発明の熱伝導性樹脂組成物は、さらに、本発明の効果を損なわない範囲でその他の添
加剤、例えば、難燃剤、難燃助剤、レベリング剤、着色剤等を必要に応じて含有してもよ
い。
【００３８】
　本発明の樹脂組成物は、通常、ワニス状に調製されて用いられる。このようなワニスは
、例えば、以下のようにして調製される。
【００３９】
　つまり、上述した樹脂に必要に応じてその他の添加剤及び有機溶剤などを添加して、ボ
ールミル、ビーズミル、ミキサー、ブレンダー等を用いて均一に分散・混合し、ワニス状
の樹脂組成物に調製することができる。有機溶剤を添加する場合、使用可能な有機溶剤と
しては、特に限定されず、例えば、ベンゼン、トルエン等の芳香族炭化水素類、Ｎ，Ｎ－
ジメチルホルムアミド（ＤＭＦ）等のアミド類、アセトン、メチルエチルケトン等のケト
ン類、メタノール、エタノール等のアルコール類、セロソルブ類等を挙げることができる
。これらは単独で用いても、２種以上を組み合わせて用いてもよい。
【００４０】
　[樹脂シートおよびプリプレグ]
　本発明の樹脂シート及びプリプレグの製造方法については、特に限定されず、従来と同
様のものとして、あるいはその改良としての各種の手段であってよい。
【００４１】
　例えば、本発明の樹脂シートは、上述のワニス状の高熱伝導性樹脂組成物を金属箔又は
有機フィルム上に形成して加熱乾燥することで、Ｂステージ状態の樹脂シートとして得る
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ことができる。また、プリプレグの場合は、前記ワニス状の高熱伝導性樹脂組成物をガラ
スクロス、ガラス不織布または有機繊維基材に含浸して加熱乾燥させることによりプリプ
レグを得ることができる。
【００４２】
　さらに具体的には、例えば、まず、前記ワニス状樹脂中に、前記基材を浸漬するなどし
て、ワニス状樹脂を基材に含浸させる。含浸は浸漬（ディッピング）、塗布等によって行
われる。含浸は必要に応じて複数回繰り返すことも可能である。またこの際に組成や濃度
の異なる複数の溶液を用いて含浸を繰り返し、最終的に希望とする組成および樹脂量に調
整することも可能である。
【００４３】
　次に、ワニス状エポキシ樹脂組成物が含浸された基材を、その後、所望の加熱条件（例
えば、１２０～１７０℃で２～１５分間）で加熱乾燥し、溶剤を除去するとともに樹脂成
分を半硬化（Ｂステージ化）させて、樹脂シート又はプリプレグを得る。このとき樹脂シ
ート又はプリプレグ中の樹脂量は、樹脂シート又はプリプレグ全量に対して３０～９９．
９質量％であることが好ましい。
【００４４】
　得られる樹脂シート及びプリプレグの厚みは０．０４～０．３ｍｍの範囲のものが好ま
しい。
【００４５】
　[金属張積層板]
　上述のようにして得られた樹脂シート又はプリプレグを用いて金属張積層板を作成する
方法としては、前記樹脂シート又はプリプレグを一枚または複数枚重ね、さらにその上下
の両面または片面に金属箔を重ね、これを加熱加圧成形して積層一体化することによって
、両面金属箔張りまたは片面金属箔張りの積層体を作製する方法が挙げられる。加熱加圧
条件は、製造する積層板の厚みや樹脂シート又はプリプレグの樹脂組成物の種類等により
適宜設定することができるが、例えば、温度を１６０～１８０℃、圧力を２～４ＭＰａ、
時間を６０～１２０分間とすることができる。
【００４６】
　金属箔としては、銅、アルミニウム、ニッケル、鉄などを材料とする箔の他、これらの
合金の箔、複合箔を用いることができる。金属箔は厚みが５～４００μｍの範囲のものを
用いることが好ましい。
【００４７】
　　[多層プリント配線板]
　上述のようにして作製された積層体の表面の金属箔をエッチング加工等して回路形成を
することによって、積層体の表面に回路として導体パターンを設けたプリント配線板を得
ることができる。
【００４８】
　このようにして得られるプリント配線板は、熱伝導性にきわめて優れている。
【００４９】
　以下に、本発明について、実施例によりさらに具体的に説明する。なお、本発明は以下
の実施例により何ら限定されるものではない。
【実施例】
【００５０】
　はじめに、本実施例で用いた原材料をまとめて示す。
【００５１】
　〈エポキシ樹脂〉
・「エピクロン８４０Ｓ」（ＤＩＣ（株）製、ビスフェノールＡ型液状エポキシ樹脂）
・「ＶＧ３１０１」（三井石油化学社製、３官能エポキシ樹脂）
　〈硬化剤成分〉
・ジシアンジアミド（試薬）
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　〈硬化促進剤〉
・「２Ｅ４ＭＺ」（四国化成工業（株）製、イミダゾール）
　〈無機フィラー〉
・「ＣＢ－Ａ２０Ｓ」（２０μｍアルミナ、昭和電工社製、モース硬度９）
・「ＣＢ－Ａ０５Ｓ」（５μｍアルミナ、昭和電工社製、モース硬度９）
・「Ｃ－３０３」（４μｍ水酸化アルミニウム、住友化学社製、モース硬度２．５）
・「ＥＰ１－Ａ」（３μｍ水酸化マグネシウム、神島化学社製、モース硬度２．５）
・「ＵＨＰ－１」（８μｍ窒化ホウ素、昭和電工社製、モース硬度２）
・「Ｐ－ＷＲ」（３μｍ酸化マグネシウム、神島化学社製、モース硬度６）。
【００５２】
　（実施例１）
　まず、表１に示す配合量で、硬化剤及び硬化促進剤を含むエポキシ樹脂に、第１の無機
フィラー（粒径の異なる２種のアルミナ）：第２の無機フィラー（水酸化アルミニウム）
を１：０．１の割合で、無機フィラーの合計として９１質量％含有させた樹脂組成物に、
さらに溶剤（メチルエチルケトン）を１５質量部加えて、プラネタリーミキサーで混練し
た。次に、得られたスラリーを有機フィルム（ルミラーＳ１０（製品名）、東レ社製、厚
み０．０５ｍｍ）に塗布して、１２０～１４０℃で５～１０分間加熱乾燥し、溶剤を除去
するとともに樹脂成分を半硬化（Ｂステージ化）させ、Ｂステージ状の樹脂シートを作成
した。
【００５３】
　（実施例２）
　表１に示す配合量で、硬化剤及び硬化促進剤を含むエポキシ樹脂に、第１の無機フィラ
ー（粒径の異なる２種のアルミナ）：第２の無機フィラー（水酸化アルミニウム）を１：
０．５の割合で、無機フィラーの合計として９３質量％含有させた樹脂組成物を用いた以
外は、実施例１と同様にして、Ｂステージ状の樹脂シートを作成した。
【００５４】
　（実施例３）
　表１に示す配合量で、硬化剤及び硬化促進剤を含むエポキシ樹脂に、第１の無機フィラ
ー（粒径の異なる２種のアルミナ）：第２の無機フィラー（水酸化アルミニウム）を１：
０．１の割合で、無機フィラーの合計として９３質量％含有させた樹脂組成物を用いた以
外は、実施例１と同様にして、Ｂステージ状の樹脂シートを作成した。
【００５５】
　（実施例４）
　表１に示す配合量で、硬化剤及び硬化促進剤を含むエポキシ樹脂に、第１の無機フィラ
ー（粒径の異なる２種のアルミナ）：第２の無機フィラー（水酸化マグネシウム）を１：
０．１の割合で、無機フィラーの合計として９１質量％含有させた樹脂組成物を用いた以
外は、実施例１と同様にして、Ｂステージ状の樹脂シートを作成した。
【００５６】
　（実施例５）
　表１に示す配合量で、硬化剤及び硬化促進剤を含むエポキシ樹脂に、第１の無機フィラ
ー（粒径の異なる２種のアルミナ）：第２の無機フィラー（窒化ホウ素）を１：０．１の
割合で、無機フィラーの合計として９１質量％含有させた樹脂組成物を用いた以外は、実
施例１と同様にして、Ｂステージ状の樹脂シートを作成した。
【００５７】
　（比較例１）
　表１に示す配合量で、硬化剤及び硬化促進剤を含むエポキシ樹脂に、アルミナフィラー
（モース硬度９）を９０質量％含有させた樹脂組成物を用いた以外は、実施例１と同様に
して、Ｂステージ状の樹脂シートを作成した。
【００５８】
　（比較例２）
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　表１に示す配合量で、硬化剤及び硬化促進剤を含むエポキシ樹脂に、アルミナフィラー
（モース硬度９）を９１質量％含有させた樹脂組成物を用いた以外は、実施例１と同様に
して、Ｂステージ状の樹脂シートを作成した。
【００５９】
　（比較例３）
　表１に示す配合量で、硬化剤及び硬化促進剤を含むエポキシ樹脂に、アルミナ（モース
硬度９）：酸化マグネシウム（モース硬度６）を１：０．１の割合のフィラーを９１％含
有させた樹脂組成物を用いた以外は、実施例１と同様にして、Ｂステージ状の樹脂シート
を作成した。
【００６０】
　（比較例４）
　表１に示す配合量で、硬化剤及び硬化促進剤を含むエポキシ樹脂に、アルミナフィラー
（モース硬度９）を９３質量％含有させた樹脂組成物を用いた以外は、実施例１と同様に
して、Ｂステージ状の樹脂シートを作成した。
【００６１】
　＜評価＞
　上記の実施例１～５と比較例１～４で得られた樹脂シートを１２枚重ね合わせ、温度１
７０℃、圧力３　ＭＰａ（メガパスカル）の条件で９０分加熱・加圧して、厚み１ｍｍの
樹脂板を得た。
【００６２】
　得られた樹脂板を用いて熱伝導率評価を実施した。
【００６３】
　（熱伝導率）
　レーザーフラッシュ法（ｚ方向測定）による熱拡散率測定を実施し、次式より熱伝導率
を算出した。
熱伝導率（Ｗ／ｍ・Ｋ）＝密度（ｋｇ／ｍ

3）×比熱（Ｊ／ｋｇ・Ｋ）×熱拡散率（ｍ
2

／ｓ）
　なお、密度および比熱はそれぞれ水中置換法およびＤＳＣ法にて測定した。結果を表１
に示す。
【００６４】
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【表１】

【００６５】
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　（結果）
　表１の結果からも明らかなように、本発明の実施例に係る樹脂組成物は、無機フィラー
が本発明の範囲内にない比較例に係る樹脂組成物よりも高い熱伝導率を示すことが示され
た。
【００６６】
　以上、説明したように、本発明の一局面である熱伝導性樹脂組成物は、２種以上の無機
フィラーを合計で６０～９５質量％含むこと、少なくとも、第１の無機フィラーのモース
硬度が４以上であり、かつ第２の無機フィラーのモース硬度が３以下であること、及び前
記第１の無機フィラーと前記第２の無機フィラーの割合が１：１～０．０１であることを
特徴とし、前記熱伝導性樹脂組成物を使用することにより、きわめて高い熱伝導性を有す
る基材を得ることができる。
【００６７】
　さらに、前記第１の無機フィラーのモース硬度が６以上である場合、きわめて高い熱伝
導性を有する基材を確実に得ることができる。
【００６８】
　また、前記第１の無機フィラーは、平均粒径が５～２００μmの無機フィラーを含むこ
とが好ましい。このような構成により、樹脂混練時やシート作製時などに硬度の低いフィ
ラーを破砕させる効果が顕著となり、樹脂中のフィラー同士の接触面積をより増大させる
ことが可能となり、熱伝導性向上効果が顕著になる。
【００６９】
　また、前記第２の無機フィラーは、水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウム又は窒化
ホウ素から選択される少なくとも１種であることが好ましい。これにより、より顕著な熱
伝導性向上の効果を得ることができる。
【００７０】
　本発明の他の局面である樹脂シートは、前記高熱伝導性樹脂組成物を、金属箔又は有機
フィルム上に形成して得られる。また、本発明のもう一つの局面であるプリプレグは、前
記高熱伝導性樹脂組成物を、ガラスクロス、ガラス不織布または有機繊維基材に含浸し乾
燥させて得られる。このような樹脂シート又はプリプレグを用いることにより、きわめて
優れた熱伝導性を有する、金属張積層板およびプリント配線板を得ることができる。
【００７１】
　本発明のさらなる一局面である金属張積層板は、前記プリプレグに金属箔を積層して、
加熱加圧成形して得られることを特徴とする。
【００７２】
　さらに、本発明のプリント配線板は、前記金属張積層板の表面の金属箔を部分的に除去
することにより回路形成して得られたことを特徴とする。
【００７３】
　また、本発明には、さらなる局面として、前記高熱伝導性樹脂組成物を加熱成型させて
なる成型体も含まれる。
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